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二、说明、目录、图表目录

       中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来全球半导体行业发展速度趋缓，唯独中国一

枝独秀，多年来市场需求 均保持快速增长。根据普华永道的数据显示，中国半导体市场需求

占全球比例持续攀升，已由 2003 年的 18.5%提 升到 2014 年的 56.6%，中国已成为全球半导体

消费的中坚力量。  

      尽管中国半导体市场已成为全球增长引擎，但我国半导体产业的发展与自身的市场需求并

不匹配，国内半导体产能 全球占比不到 10%，2015 年集成电路自给率仅为 27%左右，大部分

产品依靠进口，每年半导体进口金额达到千亿 级美元。雄厚的下游产业基础为半导体产业转

移提供了强大动力。

      智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国半导体市场全景调查与市场年度调研报告》共

十二章。首先介绍了半导体相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体规模及消费需求，

然后对中国半导体市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体面临的机遇及发展

前景。您若想对中国半导体有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重

要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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